
山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号:SDSL-2026-216
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学2026年物电学院化学机械研磨抛光机采购项目

	项目主管单位
	物电学院

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否允许进口
	是否创新产品
	是否专门面向中小微或预留份额
	预算金额（最高限价）

	1包
	显微成像系统
	1套
	否
	否
	否
	452.00万元

	
	化学机械研磨抛光机
	1套
	否
	否
	否
	

	
	等离子清洗机
	1套
	否
	否
	否
	

	
	微波信号源
	2套
	否
	否
	否
	

	
	划片机
	1套
	否
	否
	否
	

	
	邦定机
	1套
	否
	否
	否
	

	需求描述

	技术要求
	一、项目概况
本项目为山东师范大学2026年物电学院化学机械研磨抛光机采购项目，总预算452.00万元。
二、技术要求 
详见附件：详细技术要求。

	商务要求
	1、 交货期：
国产设备自合同签订之日起120天内供货安装调试完毕。
2、 交付地点：
设备全部到达山东师范大学校内指定地点。
3、付款条件：
国产设备：供货方在合同生效之日起十个工作日内开具合格发票，并提交银行出具的不可撤销见索即付独立保函，金额为合同总金额100%。保函有效期应覆盖至安装调试经采购人履约验收合格后30日；因银行保函须载明确定到期日，该到期日不得早于合同约定的预计验收合格日后30日，实际验收拖延导致到期日不足以覆盖的，供货方应在到期前至少30日办理展期。采购方收到符合前述要求的发票及保函后支付合同总金额100%。保函正本由采购方保管，经采购方验收收合格后自动失效。
4、验收：
招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。
4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
5、质保要求
5.1质保期：整机原厂质保三年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。
5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
6、 售后服务：
6.1 投标人应提供及时周到的售后服务，每季度至少一次上门回访、检修。
6.2投标人自报维修时间以及备品备件情况。
7、培训
7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。
8、设备安装要求
本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及水电、通风、防尘、避光等均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 

	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	项目依托山东省山东省高等学校优势特色学科建设项目，主要服务国家新一代信息技术、医养健康重大战略，聚焦光电子信息、激光装备、智慧医疗、激光装备领域，突破高端激光制造、薄膜铌酸锂等卡脖子技术。在光场调控方向，突破光子芯片关键制造工艺，相关成果应用于国产光通信核心器件研发，推动光场调控技术从实验室走向工程化应用，为我省光电子信息产业集群提供了原创性技术支撑。

	其他要求
	投标人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：无



[bookmark: _GoBack]附件：详细技术要求
	序号
	采购标的名称
	计量单位
	数量
	是否允许进口
	技术参数与性能指标

	1
	显微成像系统
	套
	1
	否
	1、 技术指标:
1.激光扫描系统:
1.1高速扫描振镜响应时间≤250微秒（直径7mm光束，反射镜扫描0.4°）；
1.2扫描分辨率:≥4096×4096 pixels；
1.3采用XY双轴扫描振镜，扫描角度±22.5°；
1.4扫描速度≥10幅/秒(分辨率 512×512 pixels)；
1.5扫描头包含一个输入端口、一输出端口，自由空间光连接，可适配不同类型检测器；预留激发及发射端开放扩展口。
2.探测器部分
2.1 工作波长300-740nm；
2.2 峰值波长520nm±5nm；
2.3 辐射灵敏度≥185mA/W@520nm；
2.4 PMT最大增益≥2.0×106  ；
2.5 光电阴极有效面积：直径≥5mm；
2.6 采集卡提供48个双向数字通道，≥32个单端模拟输入通道，≥16个差分模拟输入通道，四个32位计数器/定时器。
3.正置成像光路系统
3.1 无限远校正光学系统，整体复消色差光路；
3.2 具有明场成像、二次谐波成像、双光子成像等功能模式；
3.3透射光照明:高亮度LED 照明，波长530nm，寿命≥20000小时；
3.4 具有物镜Z轴位移器分辨率≤1nm，可实现快速采集和高帧速扫描，兼容多光子和共聚焦显微应用中常用的大视场物镜，最大负载≥500g；
3.5 XYZR四维精密组合载物台，台面尺寸直径125mm，XY轴行程±12.5mm，Z轴行程20mm，R轴行程粗调360°精调±5°；
3.6 所有物镜均为复消色差物镜 
3.6.1、10X平场复消色差物镜：NA≥0.25，WD≥17 mm；
3.6.2、40X平场复消色差物镜：NA≥0.95，WD≥0.40 mm；
3.7 配备工业面阵相机，用于明场成像；像素：≥2448×2048；像素尺寸：≥3.45*3.45μm；动态范围：≥70dB；信噪比：≥40dB，采集速度：≥60fps@2448×2048；曝光时间1μs~14μs；
3.8采集控制及图像处理软件可实现明场及二次谐波成像模式下的高速图像采集，具有大图预览功能，可根据预览图像精确定位拍摄区域；
4.系统可以与用户的飞秒激光器耦合，实现偏振分辨的微区二次谐波测试。
二、光谱分析模块
▲1.波长性能指标：波长测量范围 600～1700nm；波长精度在 1450～1620nm 区间 ±0.02nm，全波长范围 ±0.10nm；波长重复性≤0.005nm；光谱带宽≤2nm；采样分辨率≤0.001nm。
2.功率测量与灵敏度配置：具有TRAD 模式、SMSR 模式、大动态测量模式；灵敏度量程：1300～1620nm≤- 90dBm，1000～1300nm≤- 85dBm，600～1000nm≤- 60dBm；单通道最大输入功率 + 20dBm，整机总输入功率上限+25dBm。
3.功率测量精度：±0.4dB；功率平坦度±0.1dB（ 1520～1580nm  ），±0.2dB（1450～1520nm、1580～1620nm  ）；偏振相关性 ±0.05dB（1550/1600nm），±0.08dB（1310nm） 。
4.动态范围与光学接口参数：动态范围随分辨率变化：≥55dB（0.02nm 分辨率）；≥72dB（0.05nm 分辨率下）光回波损耗≤35dB（APC 连接器）；兼容光纤类型：单模 SM (9.5/125)、多模 MM（GI 50/125、GI 62.5/125），最大适配芯径 200μm；配 FC/SC 光连接器， 连接适配器。
5.系统功能、校准与扫描特性：内置波长参考校准光源，支持光轴对准调节与波长校准；配套标准电源线，标配FC光适配器。
三、配置清单：
1.工业相机 1台
2.数据采集卡及采集分析软件 1套
3.光谱分析模块1套

	2
	化学机械研磨抛光机
	套
	1
	否
	1、 技术要求
1.研磨盘驱动电机（主轴）：交流伺服电机；
2.研磨盘转速：10–90 rpm；
3.研磨盘旋转方式：逆时针旋转；
4.研磨盘规格：铸铁花盘、平面铝盘各1个，盘外径：≥Φ500mm；
5.载物盘规格：平面载物盘 2个，盘外径：≥Φ160mm；
6.修盘环规格：修盘环2个，盘外径：≥Φ195mm；
7.最大研磨样品尺寸：≥6英寸； 
8.摆动研磨工位：3 个；
9.摆臂驱动电机：永磁直流电机；
10.摆臂支架摆动速度档位：15–30 档，摆臂可上翻折叠；
11.摆臂主动轮驱动电机：步进电机；
12.摆臂上主动轮转速：30–90rpm；
13.精确磨抛控制仪（机械手）：1工位、带真空吸附功能载物盘：≥Φ160mm；
14.混料搅拌工位：2 个；
15.混料搅拌速度：5–30rpm；
16.混料筒容积：1.4L×2；
17.悬浮液储液瓶容积：500mL×2；
18.滴料工位（蠕动泵）：4 个：搅拌滴料工位 2个；悬浮滴料工位2个；
19.滴料泵速度：0.1–20rpm；
20.排风系统：高速过滤排风系统；
21.研磨运行停止模式：时间模式/磨抛量模式；
22.控制显示方式：一体式控制，≥10 寸触摸屏操作显示；
23.具有样品清洗喷头、真空过滤罐、排废气功能，可充保护气体接口，蓝牙功能； 
24.配无油真空泵一台，空气压缩机一台；
25.厚度测试精度：≤2μm；
26.不同规格（粒径0.25µm、1µm、3µm、5µm）氧化铝、氧化铈抛光粉各2kg。
二、测试模块:
（一）光谱仪
1.光谱范围：200-2000nm；
2.通光效率：F/6.5；
3.光谱仪焦长：≥500mm ；
4.光谱仪接口：双入口狭缝，双出口相机，电动切换；
5.光谱仪入口配置C型照相机接口适配器，以及用于传递图像的光学原件，可将倒置显微镜侧出口像面的图像传递到光谱仪入口狭缝；
6.光谱仪侧入口配置快门；
7.光谱仪侧面入口配置电动宽狭缝，10um-2.5mm软件可调和15x15mm窗口；
8.光谱分辨率（半高宽）≤0.06nm；
9.光谱重复性：≤ 0.05nm；
10.光谱准确性：±0.5nm（校正后）；
11.光谱色散平场输出 (与CD芯片平面吻合)，光谱在CCD上的不同位置具有同样的强度和分辨率；
12.配置三块光栅，一块300I/mm（闪耀波长1700nm）光栅，两块1200I/mm(闪耀波长300nm,500nm)光栅，软件控制自动转换；
13.无色差设计。
（二）CCD探测器
1.同时支持成像和光谱两种模式；
2.像元数≥1024x255；
3.像元大小≤26x26μm，芯片尺寸≥26.7x6.7mm；
4.开放电极CCD，科学1级，峰值量子效率≥55%；
5.探测光谱范围：200 ~ 1100 nm ；
6.最低制冷温度-100C，采用热电制冷，同时支持风冷和水冷散热；
7.读出速率：3/1/0.05 MHz，50kHz下的读出噪声< 8电子/像元；
8.数位：≥16位；
9.暗噪声（最低制冷温度）≤0.0003电子/像元/秒；
（三）软件
1.支持光谱仪和CCD探测器联用；
2.光谱仪支持自动校准和校准数据保存等功能；
3.提供SDK。

	3
	等离子清洗机
	套
	1
	否
	1、 技术要求
1. 等离子体RF频率：13.56 MHz；
2.等离子功率：0-500W可调；
3.真空腔体材质：航空铝材；
4.腔体容积：≥44L；
5.有效处理空间：≥320(W)×310(D)×29(H)mm；
6.处理层数：4层；
7.电极：高导电铝合金专用电极；
8.气路：2路；
9.气体流量控制器：MFC质量流量计；
10.真空测量：真空计；
11.控制方式：触摸屏+PLC；
12.真空泵：干泵流速≥30 m³/h；
13.工作真空度：≤30Pa；
二、高压放大器模块:
1、主信号通道性能指标
1.1 输出电压范围：0至±20 kV DC 或峰值交流电，输出电流范围：0至±20 mA DC 或峰值交流电，输入电压范围：0至±10V DC 或峰值交流电；
1.2直流电压增益：2000 V/V；
1.3直流电压增益精度：≤满量程的0.1%；
1.4 直流偏移电压：优于±2 V；
1.5 输出噪声：≤1.5 V rms；
▲1.6压摆率：≥800 V/μs；
2、电压监测输出规格
2.1 分压比率：高压输出的1/2000；
2.2 直流精度：≤满量程的 0.1%；
2.3 直流偏移电压：±2 mV；
2.4 输出噪声：≤10 mV rms；
3、电流监测输出规格
3.1 转换比率：1 V/6 mA；
3.2 直流精度：≤满量程的1%；
3.3 偏移电压：±10 mV；
3.4 输出噪声：≤30 mV rms；
4、具有高压输出连接器及BNC接口；
5、具有控制保护功能；

	4
	微波信号源
	套
	2
	否
	▲1.频率：100 kHz–67GHz，分辨率≤0.001Hz；
2.相位噪声：≤-135 dBc/Hz@1 GHz（10 kHz 频偏），≤-116 dBc/Hz@10 GHz（10 kHz 频偏）；
3.输出功率：-110dBm～+16dBm@8KHz-50GHz， -110dBm～+12dBm@50GHz-67GHz， 功率分辨率≤0.01dB；
4.电平精度：±0.7 dB@20 GHz；
5.谐波抑制：≤-55 dBc@2GHz~20GHz；
6.非谐波抑制：≤-75dBc@250MHz~10GHz；
7.频率切换速度：≤20 ms；
8.窄脉宽：≤50 ns；
9.可用调制类型：AM、FM、PM、脉冲；
10.具备LF内部调制源，可发出正弦波、方波、三角波、锯齿波、DC多种波形；
11.具备功率计控制套件；
12.支持远程控制设备；
13.通信接口，包含USB、LAN。

	5
	划片机
	套
	1
	否
	1、基本参数：
1.1 加工工件尺寸：Φ6英寸及以下；
1.2 最大划切深度：≥5mm；
1.3 刀口宽度：刀厚+10μm（切深小于1mm时）；
2、主轴
2.1 悬臂式空气静压电主轴；
▲2.2 转速范围：3000~60000rpm；
3、X 轴
3.1 行程：≥240mm；
3.2 速度设定范围：0.1~500mm/s；
4、Y 轴
4.1 有效行程：≥165mm；
4.2 分辨率：≤0.0001mm；
4.3 定位精度：≤0.002mm；
5、Z 轴
5.1 有效行程：≥30mm；
5.2 定位精度：≤0.001mm；
6、θ轴
6.1 转角范围：0~320°；
6.2 分辨率：≤0.0002°；
6.3 定位精度：±1”；
7、图像
7.1 组成：工业相机+高清镜头；
7.2 光源：同轴光+环光；
8、操作系统，具有液晶触摸屏。

	6
	邦定机
	套
	1
	否
	1.金丝：15~75µm；铝丝：18~100 µm；金带：50 µm×12.5 µm-100µm×25.4 µm； 铂金线 18~25 µm，银线 18~50 µm；
2.具有球焊和楔焊的键合工艺；
3.键合头Z向行程：≥18 mm，X-Y 范围：15mm×15mm；
4.升降台Z向行程：≥18mm，X-Y 范围：250mm×270mm；
5.数值化控制，1000倍细分；
6.整机具有 ESD 防护功能；
7.可单手操作；
8.配置体视显微镜一套，变倍比0.8-4X，连续变焦，目镜放大倍数15倍；
9.具有键合力、超声能量、时间实时控制功能；
10.具有DSP 锁相功能；
▲11.采用电机压力闭合控制，压力范围1-250g，分辨率1g，在线可编程；
12.具有键合手柄锁紧功能；
13.一二焊点参数可以独立设置；
14.可调节线夹，一个线夹能同时具备容兼 18µm和75µm 键合金丝；
15.线轴尺寸：1/2英寸；
16.热台温度：室温~200℃；
17.具有触摸屏；
18.腔深范围：球焊≥12mm、楔焊≥21mm；
19.配16mm球焊劈刀；19mm，25mm楔焊劈刀；
20.标准配置：1/2英寸线轴，LED照明灯，体视显微镜，夹持台。
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